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并购投资

重点：①英特尔将以10亿美元收购以色列交通出行方案提供商Moovit。
②默克投资中国人工智能芯片初创公司SynSense。
③北汽、Imagination、翠微合资成立汽车芯片设计公司。



领域 时间 事件 原因/内容 资金(美元)

IC设计 2020/05/09

北汽、Imagination、

翠微合资成立汽车芯
片设计公司

战略投资。携手打造智能网联车规级芯片，助推全球汽车产
业智能化发展。

智慧出行 2020/05/06
英特尔将收购以色列
交通出行方案提供商

Moovit。

战略布局。英特尔正在加大在自动驾驶、无人驾驶、智慧交
通、智慧城市的投资和技术布局。

10亿

IC封测 2020/05/06
华新科拟收购华东高
雄部分厂房及工程设

施

资源优化。华新科此决策主要为活化资产、并配合关系人扩
产需求。

0.22亿

人工智能 2020/05/10
默克投资中国人工智

能芯片初创公司
SynSense

战略布局。进一步加强默克与当地企业家和投资者的关系，
也在高性能材料领域的积极布局形成了良好的互补。



本土产业

重点：①工信部批复组建国家集成电路特色工艺及封装测试创新中心。
②中芯国际获两大国家级基金注资65亿美元。
③ASML光刻设备技术服务基地签约落户无锡。
④湖北鼎龙光电半导体关键材料建设（一期）项目开工。



【工信部批复组建国家集成电路特色工艺及封装测试创新中心】

近日，工业和信息化部批复组建国家高性能医疗器械创新中心和国家集成电路特色工艺及封装
测试创新中心。其中，国家集成电路特色工艺及封装测试创新中心依托江苏华进半导体封装研
究中心有限公司组建，创新中心将围绕我国集成电路产业结构调整和创新发展需求，通过集聚
产业链上下游资源，构建以企业为主体，产学研相结合的创新体系，突破集成电路特色工艺及
封装测试领域关键共性技术，建设行业共性技术研发平台和人才培养基地，推动我国集成电路
产业的创新发展。

【中芯国际获两大国家级基金注资65亿美元】

5月15日，中芯国际在港交所公告，中芯控股与国家集成电路基金等多方订立新合资合同及新增
资扩股协议，国家集成电路基金II及上海集成电路基金II同意分别注资15亿美元及7.5亿美元
予中芯南方注册资本，中芯南方注册资本将由35亿美元增加至65亿美元。

【ASML光刻设备技术服务基地签约落户无锡】

5月14日，阿斯麦（ASML）与无锡高新区举行了阿斯麦光刻设备技术服务（无锡）基地签约仪
式。该基地涵盖两大业务板块，包括：拥有近200人规模专业团队的技术中心，从事光刻设备的
维护、升级等技术服务；供应链服务中心，为客户提供高效的供应链服务，为设备安装，升级
及生产运营等所需的物料提供更高水准的物流支持。



【总投资10亿元的半导体设备项目签约江苏太仓】

近日，上海陛通半导体能源科技股份有限公司与江苏省太仓市高新区进行半导体设备项目投资
协议签约。该项目为12吋纳米级离子化学气相沉积PECVD和8吋微米级反应离子物理溅射沉积RiD
的先进工艺及装备研发和制造基地，专注于开发与发展半导体集成电路产业的高端设备制造，
总投资10亿元。

【半导体光电产业链园项目落户南通高新区】

4月30日，由苏州纳川投资管理有限公司投资设立的半导体光电产业链园项目签约落户南通高
新区。该项目以资本为支点，以苏州工业园区纳米产业发展经验为蓝本，以“半导体光电产业”
为主导，“智能制造”为辅助，其他战略新兴产业为补充，引入科研院所和国际创新中心，设
立科技园配套产业基金，打造集“科研、成果转化、产业化”于一体、百亿级产值的泛半导体
光电产业集群。

【湖北鼎龙光电半导体关键材料建设（一期）项目开工】

5月12日，投资5亿元的湖北鼎龙光电半导体关键材料建设（一期）项目在潜江正式开工。该项
目主要是围绕半导体及光电显示材料开展产业化生产、研发。投产后将生产CMP用抛光垫预聚体、
柔性OLED用聚酰亚胺配套原料、聚酯彩色碳粉、电荷调节剂等，将大大增强我省“光屏芯端”
等战略产业配套能力，维护产业链稳定，推动我国信息产业和先进电子材料的发展。



【中芯宁波N2项目预计6月开工建设】

2018年底，中芯宁波N1产线正式投产，N2项目也于今年4月启动，预计在6月开工建设。N2项目
总投资39.9亿元，项目建成后，将形成年产33万片8英寸特种工艺芯片产能，同期开发高压模拟、
射频前端、特种半导体技术制造和设计服务。

【熙泰科技硅基OLED微型显示器生产线项目落户湖州】

5月11日，熙泰科技投资120亿元年产25万片硅基OLED微型显示器生产线项目成功签约。安徽熙
泰科技主要从事硅基AMOLED微型显示芯片的研发、生产和销售。

【韩国半导体真空泵项目落户威海】

5月11日，威海与韩国VPS株式会社成功签约半导体真空泵项目，预计投资1000万美元，拟生产
半导体光伏产业用真空泵，投产后，预计年产可生产真空泵4000台套，产值达到5亿元。

【华天科技南京封测项目一期即将投产运行】

华天科技（南京）于2018年9月落户南京市，目前一期工程总投资15亿即将完工，即日将投产
运行。华天科技南京项目总投资80亿元，主要进行存储器、MEMS、人工智能等集成电路产品的
封装测试。



【中芯国际已签署上市辅导协议，拟登陆科创板】

上海证监局官网消息显示，5月6日，中芯国际签署上市辅导协议，保荐及辅导机构为海通证券、
中金公司。

【无锡首条红外线芯片封装线投产】

5月6日，无锡芯感智半导体投资设立的红外传感器芯片自主封装线正式投产。芯感智是无锡唯
一一家专注额温枪、监护仪等医疗设备芯片设计的企业。同时，这也是无锡首条红外线芯片封
装线的投产。



市场数据

重点：①全球半导体最新排名：华为海思首进TOP10。
②2020年第一季度DRAM产值受疫情影响季减4.6%。
③受新冠病毒影响，2020年功率半导体市场将下降6.9%。
④2020年第一季全球前十大封测厂商营收为59.03亿美元，年增25.3%。



【全球半导体最新排名：华为海思首进TOP10】

IC Insights发布了2020年第一季度全球销售额排名前十的半导体供应商。前10大半导体公司
2020年第一季度的销售额较2019年第一季度增长了16%，是全球半导体行业同比增长幅度（7%）
的两倍以上。
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【2020年第一季度DRAM产值受疫情影响季减4.6%】

集邦调查显示，2020年第一季度DRAM产值为148亿美元，环比下降4.6%。另外，集邦预测第二
季度DRAM整体产值将季增超过2成，原因是第一季度受阻的订单会延续到第二季度出货，且DRAM
均价上涨幅度会持续扩大。
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【受新冠病毒影响，2020年功率半导体市场将下降6.9%】

根据Omidia 4月发布的《功率分立器件和模块市场中期追踪报告》，冠状病毒疫情将导致智能
手机和汽车电子等关键市场削减对功率半导体器件的需求，全球功率半导体市场在2020年将经
历6.9%的急速下滑，2020年营收将从2019年的463亿美元下滑至431亿美元。
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【疫情将使光电子、传感器和执行器市场下滑约6%】

IC insights最新发布的《光电子、传感器和执行器以及分立半导体（O-S-D）》报告称，在经
历了十年的创纪录销售之后，O-S-D市场营收在受到新冠病毒疫情困扰之下，预计2020年将下
降6％。
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【2024年chiplet市场规模将达58亿美元】

根据Omdia公司的数据，在制造过程中使用chiplet的新器件全球市场规模将在2024年扩大到58
亿美元，比2018年的6.45亿美元增长了9倍。
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【2020年第一季全球前十大封测业排名：日月光市占23%】

根据集邦旗下拓墣产业研究院最新调查，2020年第一季全球前十大封测厂商营收为59.03亿美元，
年增25.3%。然而，拓墣产业研究院指出，受到新冠肺炎疫情影响，终端需求急冻，可能导致封
测产业于下半年开始出现衰退。
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【全球半导体设备供应商首季创下积极业绩】

据etnews报道，今年以来，尽管有新冠肺炎疫情致使工厂运营不顺以及IT设备需求减少等许多
不确定因素萦绕市场，但全球半导体设备供应商正在尽一切努力提供设备并持续投资。数据显
示，与去年第一季度相比，Lam Research、Tokyo Electron和ASML等跨国半导体设备制造商今
年第一季度的业绩呈现上升趋势。
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【全球功率及化合物半导体设备支出下半年复苏，明年将创高】

SEMI在最新发布的《功率暨化合物半导体晶圆厂展望报告》中指出，在下半年终端产品需求逐
渐回升的带动下，全球功率及化合物半导体元件的晶圆厂设备支出2020年下半年将有所复苏，
2021年更将大幅跃升59%，创下69亿美元的新纪录。
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【第一季度全球硅晶圆出货面积增长2.7%】

SEMI数据显示，2020年第一季度，全球硅晶圆出货面积增长2.7%，达到29.2亿平方英寸，2019
年第四季度这一数字为28.44亿平方英寸。不过，比去年同期下降4.3%。
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【光通信行业将率先从疫情中复苏】

LightCounting预计，如果整个行业在今年下半年重新开放，光学组件和模块供应商将在2020年
第四季度恢复满负荷生产。预计2020年光模块的销售将适度增长，到2021年将增长24％，以满
足应用对更大带宽的需求。

光
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【第一季度全球平板电脑出货量下降12％】

据Strategy Analytics的最新研究，由于疫情对供应链及消费需求的影响，2020年第一季度，
全球平板电脑出货量同比下降12％。
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【2020年AMOLED产能占比提升至35%】

据TrendForce光电研究最新观察，由于手机品牌客户仍积极采用AMOLED面板，AMOLED机种的渗
透率预计仍可由2019年的31.0%增长至2020年的35.6%，而TFT-LCD机种的渗透率，无论是LTPS
面板或是a-Si面板的比重皆下滑。
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焦点关注

重点：①国务院第二批对美加征关税商品第二次排除清单公布。
②美商务部拟切断华为与全球芯片供应商联系。
③韩国将加快材料、零部件和设备行业研发，涉及半导体、显示领域。



【国务院第二批对美加征关税商品第二次排除清单公布】

5月12日，国务院关税税则委员会发布《国务院关税税则委员会关于试行开展对美加征关税商品排除工作
的公告》。公告称，对清单所列商品，自2020年5月19日至2021年5月18日（一年），不再加征我为反制美
301措施所加征的关税。对已加征的关税税款予以退还，相关进口企业应自排除清单公布之日起6个月内按
规定向海关申请办理。排除清单中包括印刷电路用覆铜板、加热电阻器、光通信设备的激光收发模块、数
字控制器、非电磁干扰滤波器等，共计79项。

【美商务部拟切断华为与全球芯片供应商联系】

近日，美国政府突然宣布，准备阻止全球芯片制造商向华为输出半导体元器件。美商务部表示，他们正在
修改一项出口规则，以从「战略上针对华为购买的、直接使用美国技术和软件的半导体元器件」。外媒在
新闻正式发布前不久爆出了这一消息，美商务部人士表示：「此举将阻止华为破坏美国出口管制的行
动。」。不过与此同时，美国商务部在另一份公告中表示，计划通过限制华为使用美国技术和软件在国外
设计和制造半导体的能力来保护美国国家安全。

【韩国将加快材料、零部件和设备行业研发，涉及半导体、显示领域】

据businessKorea报道，韩国贸易、工业和能源部已选择了材料，零部件和设备行业的100项关键技术，并
正计划为相关的开发商和制造商提供支持，以便他们能够更好地在全球市场竞争。而这主要是为了应对日
本对韩国的出口管制和新冠肺炎大流行引发的全球价值链不稳定。



设计制造

重点：①成都格芯将正式停工、停业。
②台积电宣布在美建5nm半导体工厂。
③武汉新芯50nm高性能SPI NOR Flash产品全线量产。
④苹果获批在中国台湾扩大投资100亿元新台币。



【成都格芯将正式停工、停业】

近日，针对今年7月18日及以前合同到期员工、未到期员工以及哺乳期等保护期员工，成都格芯
下发了三份《关于人力资源优化政策及停工、停业的通知》。三份通知中，成都格芯都提到了
“鉴于公司运营现状，公司将于本通知发布之日起正式停工、停业”。

【武汉新芯50nm高性能SPI NOR Flash产品全线量产】

5月13日，紫光集团旗下武汉新芯宣布其采用50nm Floating Gate工艺SPI NOR Flash宽电压产
品系列XM25QWxxC全线量产，产品容量覆盖16Mb到256Mb。该系列支持低功耗宽电压工作，为物
联网、可穿戴设备和其它功耗敏感应用提供灵活的设计方案。

【美光扩增1znm DDR4生产线】

据DigiTimes报道，美光正在对其台湾工厂的1znm DDR4 DRAM生产线进行大量投资。1znm工艺
是存储器行业中最新的节点尺寸，具有更高的密度，更高的效率和更快的速度。

【台积电宣布在美建5nm半导体工厂】

5月15日，台积电宣布，计划在美国亚利桑那州建设和运营一家半导体工厂。该工厂将采用5纳
米的先进制程工艺，计划在2021年开工建设，2024年投产。



【苹果获批在中国台湾扩大投资100亿元新台币】

5月11日，据台媒报道，苹果获得台湾批准在当地扩大投资100亿元台币。苹果将在台湾竹科龙
潭园区盖新厂，集中在Mini LED与Micro LED显示器技术，并与晶电、友达合作，未来将供应
iPhone、iPad等使用。

【南亚科将斥巨资进攻10纳米DRAM】

台塑集团旗下DRAM大厂南亚科2020年资本支出将增至157.6亿元，用来冲刺10纳米制程技术自
主研发，建置10纳米制程试产线。

【华为麒麟710A正式量产】

华为麒麟710A芯片，已通过荣耀play 4T，近日实现商业化量产。这款芯片由中芯国际代工，
制程工艺14nm，主频2.0GHz。

【三星平泽P2新工厂加快投产DRAM】

韩媒报道，三星正在加快先进工艺的过渡，位于韩国京畿道平泽P2号工厂正在安装设备，同时
建设极紫外光刻（EUV）生产线，计划生产先进的DRAM。



产业合作

重点：①华为联合18家车企成立5G汽车生态圈，加速5G在汽车产业的商用进程。
②微软谷歌等31家巨头组联盟：防止任何一家公司独霸5G市场。
③日前国内最大蓝牙芯片厂商中科蓝讯与平头哥半导体达成合作。
④SK海力士和韩国科技院合作，利用AI技术优化半导体制造。



领域 合作公司/单位 目的

5G
华为、一汽集团、长安汽车、东风

集团
正式发布成立5G汽车生态圈，以加速5G技术在汽车产业的商用进程。

5G 光华科技、中兴通讯

双方将在有关5G通讯基站产品用化学镀、电镀药水的联合开发、实验工作展
开合作。项目包括但不限于电路板(PCB)、陶瓷介质滤波器、天线阵子等器件

的新型表面金属化产品。

5G 谷歌、微软、三星、高通等
31家公司建立联盟，要求“开放并可互操作”5G无线系统，从而消除对单一

供应商的依赖。

传感器 通用汽车、FLIR
双方进行接洽，将在通用汽车工厂部署筛查体温的热像仪，从而在工人返回工
厂时进行体温检测。

AI Eta Compute、Edge Impulse

双方将携手合作，通过使用Eta Compute全球功耗最低的革命性神经传感器处
理器ECM3532和领先的在线TinyML平台Edge Impulse，来加速机器学习的开

发和部署。

AI SK海力士、韩国科学技术院
签署“关于人工智能战略合作的谅解备忘录”，双方将合作利用AI技术优化半

导体制造。

物联网 中科蓝讯、平头哥
双方将基于平头哥的玄铁系列处理器及AI算法共同研发物联网芯片，用于无线

蓝牙耳机、蓝牙音箱等产品。

物联网 贵阳市、华为
签署战略合作框架协议，双方将在贵阳市建设紫光云节点、物联网芯片产业基
地，共同在大数据人才培育、数字城市、大数据中心等领域开展合作，全面提
高贵阳市科技创新能力和产业发展水平。



产品应用

重点：①中兴通讯与联发科联合完成5G VoNR通话。
②瑞萨电子推全新精密温度传感器，适用于DDR5存储模块。
③Nvidia发布了其下一代Ampere GPU架构-NVDIA A100。
④索尼发布两款集成AI处理器的图像传感器。



领域 公司/单位 产品及特性

通信芯片 联发科 发布了旗下最新G系列芯片Helio G85，其不支持5G网络，定位低于此前所发布的G90系列。

5G
中兴通讯、合

Qualcomm 

Technologies

在西安试验基地共同实现了700MHz商用产品新空口承载语音（5G VoNR）通话。

传感器 瑞萨电子
推出全新精密温度传感器TS5111，用于DDR5存储器模块以及其它需要精确、实时温度监控的
多种应用，例如固态磁盘（SSD）、计算主板和通信设备等。

传感器 索尼
发布两款集成AI处理器的图像传感器——IMX500和IMX501。这两款智能视觉传感器有两大优

势：有人工智能处理功能；边缘化处理数据，时延更低，安全性更高。

传感器 瑞萨电子
推出ZSSC3240传感器信号调理节器（SSC）。此款SSC新产品具有一流性能和速度，以及高
达24位的模数转换（ADC）分辨率。

Wi-Fi芯片 Dialog、
推出了高度集成、超低功耗的Wi-Fi SoC芯片DA16200，以及基于DA16200芯片的两款利用
Dialog VirtualZero技术的模块，为Wi-Fi联网、电池供电的IoT设备提供突破性电池续航能力。

GPU Nvidia

发布了其下一代Ampere GPU架构-NVDIA A100。A100每个芯片都装有540亿个晶体管，使其
成为台积电制造的世界上最大的7纳米芯片。它使用台积电CoWoS的3D封装技术，专为科学计

算，云图形和数据分析而构建。

抗辐射芯片 ST
推出新的200V和400V功率整流器，以及45V和150V的SEB免疫肖特基整流器，已经过欧洲空
间元件协调会（ESCC）认证，扩展了其空间用抗辐射功率器件产品组合。

电视 LG
发布了两款ZX系列8K电视，一款是OLED 88ZXPJA，88英寸是当今世上最大的OLED电视，
另外一款是OLED 77ZXPJA，77英寸。



大国重器

重点：①3年拟投资约2700亿元，上海版“新基建”正式官宣。
②DARPA启动量子计算推进项目。



【3年拟投资约2700亿元，上海版“新基建”正式官宣】

① 5月7日，上海市政府公布《上海市推进新型基础设施建设行动方案（2020-2022年）》（以下简称《行动方
案》）全文。到2022年底，上海“新基建”迈向国际一流水平。

② 上海将全力实施上海版“新基建”4大建设行动。要对标一流水平，围绕新网络、新设施、新平台、新终端进行
统筹布局，全力提升新型基础设施能级。初步梳理排摸了未来三年实施的第一批48个重大项目和工程包，预计
总投资约2700亿元。

③ 其中，“新网络”建设行动方面，要把握全球新一轮信息技术变革和数字化发展趋势，率先构建全球领先的新
一代网络基础设施布局。

④ “新设施”建设行动方面，上海将立足科技创新中心和集成电路、人工智能、生物医药“三大高地”建设，持
续提升科技和产业创新基础设施能级。主要包括：加快推进硬X射线等大设施建设，开展下一代光子科学设施预
研；争取国家支持布局新一轮重大科技基础设施；建设电镜中心、先进医学影像集成创新中心、国家集成电路
装备材料产业创新中心等若干先进产业创新基础设施；围绕前沿科学研究方向，布局建设重大创新平台。



【DARPA启动量子计算推进项目】

DARPA启动研究“高噪声中等规模量子优化器件”项目，拟在通用容错量子计算机取得突破之
前开发出量子信息处理技术。该项目致力于提出一种混合型概念，将数百至数千个量子位的中
型量子设备与经典计算系统相结合，解决一系列具有挑战性的组合优化问题；试图超越经典计
算机在解决优化挑战方面的性能，更好地证明量子信息处理的数量优势。

【DARPA“黑杰克"项目即将发射并演示先进卫星组网技术】

美国DARPA正在与美国太空军和太空发展局合作，计划于2020年底和2021年将“黑杰克”项目的
小卫星发射到低地球轨道（LEO），验证先进的卫星星座自治和空间网状网技术。



科技前沿

重点：①复旦大学研发柔性薄膜组装集成芯片传感器。
②美高校和空军研究人员利用8层忆阻器堆叠出三维计算电路。
③首次实现量子安全时间传递，中科大量子科学研究又获新成果。



【复旦大学研发柔性薄膜组装集成芯片传感器】

复旦大学研究团队利用柔性薄膜组装集成芯片传感器，实现了多种环境参数探测功能的集成。研究团队开
发了将智能材料与光电传感结合的新颖传感机制，并将传感模块与后续信号处理等模块集成在一起，展示
了其在气体浓度、湿度、温度等多种环境参数检测方面的能力，已经初步具备了未来的“智能数字灰尘”
的雏形。该策略也可以应用于其他的数字传感系统，在后摩尔时代中将具有巨大的应用潜力。

图1：(A) 器件主要功能层示

意图；(B) 贴附于曲面上的柔

性传感器件阵列；(C) 智能传

感器件功能区的光学显微照片；

(D)用于湿度传感的集成系统

构造图；(E) 氢气通入前后参

比器件与检测器件的电流变化，

红色为参比电流，蓝色为检测

电流



【美高校和空军研究人员利用8层忆阻器堆叠出三维计算电路】

近日，美国马萨诸塞州大学和空军研究实验室信息部的研究人员创建了一种三维计算电路，由
八层忆阻器组成，具有更高的计算单元密度和更先进的能力，能够调节电路中流动的电流，并
直接在硬件中实现神经网络权重，可用于映射和实现复杂的机器学习算法，如卷积神经网络
（CNN），可以帮助缓解现代计算器件不断微缩所或使用现有硬件运行先进机器学习技术所带来
的日益增长的挑战。

研究人员用扫描电子

显微镜（SEM）拍摄

的三维电路的图像



【首次实现量子安全时间传递，中科大量子科学研究又获新成果】

中国科学技术大学潘建伟团队利用“墨子号”量子科学实验卫星，在国际上首次实现量子安全
时间传递的原理性实验验证，为未来构建安全的卫星导航系统奠定了基础。



专利要闻

重点：①自动驾驶、柔性电子领域火热，巨头纷纷申请新专利。



类别 公司/单位 事件内容

新专利 苹果 提车窗变色专利，为智慧汽车再拼上一块拼图。

新专利 苹果 新专利：未来笔电可能采用可弯曲一体成型设计。

新专利 苹果 新专利：专为自动驾驶乘客提供沉浸式VR体验。

新专利 苹果 新专利：屏幕可以防偷窥。

新专利 OPPO 带全键盘的保护壳专利曝光，手机秒变掌上电脑。

新专利 特斯拉 成功申请4000次充放电专利，可使电池寿命达160万公里。



SIIP CHINA
【SEMI产业创新投资平台-SIIP CHINA 】是依托SEMI全球产业资源，汇聚全球产业
资本、产业智慧搭建的专业而权威的产业投融资交流平台。SIIP CHINA产业创新投
资平台，旨在推进中国半导体产业可持续发展，提供全球技术与投资对接机遇，促
进中国与全球合作伙伴的协作，寄期望平台成为大半导体业界最具影响力的产业投
资平台。
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